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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和3年3月25日(2021.3.25)

【公開番号】特開2020-167181(P2020-167181A)
【公開日】令和2年10月8日(2020.10.8)
【年通号数】公開・登録公報2020-041
【出願番号】特願2019-63313(P2019-63313)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  23/29     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/11     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   23/36     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ   25/14     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和3年2月3日(2021.2.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上チップ（１０ａ）を備える上パッケージ（１０）と、
　下チップ（１２ａ）を備える下パッケージ（１２）と、
　前記上パッケージ、及び前記下パッケージを上部に積層して備えるプリント基板（１６
）と、
　前記下パッケージにおいて、前記下チップの近傍に配置される熱拡散層（２６、３０）
と、を備え、
　前記下パッケージは上層（１２ｅ）、中間層（１２ｆ）、及び下層（１２ｇ）を備え、
前記上層は複数の配線層（１３）を備えており、
　前記熱拡散層（３０）は、前記上層に備えられた配線層である電子装置。
【請求項２】
　前記熱拡散層（２６）は、前記下チップの上面に接触して覆う請求項１に記載の電子装
置。
【請求項３】
　前記熱拡散層（２６、３０）の上面は、前記下チップの上面よりも面積が大きい請求項
１または２に記載の電子装置。
【請求項４】
　前記熱拡散層の熱伝導率は、モールド樹脂よりも大きい請求項１から３の何れか一項に
記載の電子装置。
【請求項５】
　さらに、前記上パッケージの上面を覆う金属ケース（１４）を備え、
　前記熱拡散層は、前記下パッケージと前記金属ケース１４との間に配置されている請求
項１から４の何れか一項に記載の電子装置。
【請求項６】
　前記熱拡散層（２６）は、前記下チップに接触している請求項１から５の何れか一項に



(2) JP 2020-167181 A5 2021.3.25

記載の電子装置。
【請求項７】
　前記下チップの近傍に設けられた貫通電極である熱拡散部（３２）を更に備える請求項
１から６の何れか一項に記載の電子装置。
【請求項８】
　前記上層は、前記下チップの直上に位置する請求項１から７の何れか一項に記載の電子
装置。
【請求項９】
　前記熱拡散層の厚さは、前記配線層よりも厚い請求項１から８の何れか一項に記載の電
子装置。
【請求項１０】
　前記熱拡散層は、複数の前記配線層の内の最下層である請求項１から９の何れか一項に
記載の電子装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記の電子装置によれば、下チップから熱拡散層へ熱が効率的に伝播するため、下チッ
プからの熱の放出が効率的に実施される。これにより、電子装置全体の放熱性を向上させ
ることができるため、信頼性が向上した電子装置を提供することができる。
　また、上記の電子装置において、前記下パッケージは上層、中間層、及び下層を備え、
前記上層は複数の配線層を備えており、前記熱拡散層は、前記上層に備えられた配線層で
ある。
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